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Sposób dokonywania hermetyzacji i mechanicznego zabezpieczenia
przyrządów półprzewodnikowych w szczególności halotronów

Przedmiotem wynalazku jest sposób dokonywania
hermetyzacji przyrządów półprzewodnikowych w
szczególności halotronów, w celu zabezpieczenia ich
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi. Wynalazek dotyczy dokonywania
zabezpieczeń w postaci pokryć z lakieru lub zata¬
piania przyrządów w tworzywach plastycznych.

Dotychczas czynności związane z hermetyzacją
przyrządów półprzewodnikowych przy pomocy la¬
kierów, mas plastycznych, żywic termoutwardzal¬
nych lub im podobnych, dokonywane były poprzez
malowanie pędzlem, bądź natrysk lub zanurzanie
przyrządu w roztopionej masie. Sposoby te nie za¬
pewniały równych powierzchni przyrządu, gdyż po¬
wodowały powstawanie zacieków i grudek.

Sposób według wynalazku zapewnia wykonanie
powłok z mas plastycznych na przyrządach pół¬
przewodnikowych w szczególności halotronach, o
gładkich powierzchniach, równomiernym rozkładzie
i zachowaniu kształtu geometrycznego przyrządu.

Sposób według wynalazku, wykonywania herme¬
tyzacji i zabezpieczenia przyrządów półprzewodni¬
kowych przy pomocy mas termoutwardzalnych lub
im podobnych tworzyw o dużej wytrzymałości me¬
chanicznej, polega na wsuwaniu przyrządu do wy¬
pełnionej masą ochronną pochewki, stanowiącej
formę kształtu przyrządu wykonanej z materiału
plastycznego, który nie przylega do wypełniającej
ją masy ochronnej. Wsuwanie przyrządu do po- so

chewki odbywa się przy pomocy prowadnic kąto¬
wych zapewniających jego właściwe usytuowanie.
Wypełnianie pochewki masą ochronną odbywa się
przez wtryskiwanie do wewnątrz od spodu ku górze
tak by uniknąć zamknięcia powietrza. Po wciśnię¬
ciu przyrządu do pochewki nadmiar masy zalewo¬
wej usuwa się z jej górnej krawędzi.

Fo zakrzepnięciu masy ochronnej, gotowy przy¬
rząd wyjmuje się z pochewki bądź przez wysunię¬
te £o pociągając za końcówki, bądź przez rozcięcie
pochewki aby nie nadwerężać końcówek. W ten
sposób zabezpieczony przyrząd posiada gładkie po¬
wierzchnie i dużą odporność na warunki atmosfe¬
ryczne i uszkodzenia mechaniczne. Zachowanie
gładkości powierzchni jest szczególnie ważne dla
cienkich płytek halotronowych, które służą do po¬
miaru natężeń pól magnetycznych w bardzo wąs¬
kich szczelinach obwodów magnetycznych np. w
szczelinie między wirnikiem i stojanem w silniku
elektrycznym.

Sposób dokonywania hermetyzacji i mechaniczne¬
go zabezpieczenia przyrządów półprzewodników we¬
dług wynalazku przedstawiono na przykładzie za¬
bezpieczenia płytki halotronowej przy pomocy za¬
tapiania w żywicy epoksydowej.

Na fig. 1 przedstawiono wykonaną metodą wtrys¬
kową z polietylenu pochewkę 1 stanowiącą formę
kształtu halotronu, która jest wypełniona żywicą
epoksydową w stanie płynnym przy pomocy strzy-
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kawki 2 wprowadzającej masą żywicy do wewnątrz
wypełniając formę, równomiernie od spodu ku
górze tak by nie zostały zamknięte pęcherzyki po¬
wietrza.

Przy pomocy prowadnic kątowych 3, płytka halo-
tronowa 4 zostaje centrycznie wsunięta do wnętrza
pochewki 1 co przedstawiono na fig. 2. Wyciśnięta
przy tej operacji żywica jest usuwana z krawędzi.

Po zakrzepnięciu żywicy epoksydowej, która nie
przylega do polietylenowej pochewki gotowy przy¬
rząd S( przedstawiony na fig. 3 wysuwa się z po¬
chewki pociągając za końcówki, względnie rozkra-
wając pochewkę. Tak wykonany przyrząd halotro-
nowy posiada powierzchnie robocze odporne na wa¬
runki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
i nadaje się do pracy w różnych warunkach.

Zastrzeżenia patentowe

10?

1. Sposób dokonywania herme*tyzacji i mechandcz-
nego zabezpieczenia przyrządów półprzewodniko¬
wych w szczególności halotronów przy pomiocy mas
termoutwardzalnych lub im podobnych tworzyw,
znamienny tym, że zabezpieczany przyrząd (4) jest
wsuwany centrycznie przy pomocy prowadnic (3)
do wypełnionej rozpuszczoną masą ochronną po¬
chewki (1), stanowiącej formę kształtu przyrządu
i wykonanej z materiału plastycznego nieprzylega-
jącego do wypełniającej ją masy ochronnej, która
po zakrzepnięciu tworzy powłokę ochronną i ustala
kszałt gotowego przyrządu (5), który jest następnie
wysuwany z pochewki przez wyciągnięcie za koń¬
cówki lub rozkrojenie pochewki.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wy¬
pełnianie pochewki (1) rozpuszczaną masą ochron¬
ną odbywa się przez wprowadzenie jej, do wewnątrz
formy równomiernie od spodu ku górze.

Fig. i
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